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Eine Leiterplatte (Platine, engl. printed circuit board, PCB) ist ein Trager fiir elektronische Bauteile. Sie dient
der mechanischen Befestigung und der elektrischen Verbindung. Die Normgréfe (Euroformat) der Platine
ist 100x160mm oder ein Vielfaches davon.

Aufbau einer Platine

a) Basismaterial: Epoxidharz+Glasfasergewebe= FR4
Epoxidharz + Papier = FR3 = griin durchsichtig
Papierepoxydharz = FR2 = weil} (sehr gutes Bohrverhalten)
Papierkunstharz = FR1 = braun
b) Kupferbeschichtung : einseitig, zweiseitig oder mehrlagig (Multilayer), CU-Schicht 35 - 70ym
c) Fotolackbeschichtung: im Tauchverfahren oder Sprihverfahren, staubfrei und gleichmaRig
aufgebracht; mit Abdeckfolie gegen Lichteinfall geschuitzt

Platinen sollten trocken, stehend und lichtgeschiitzt gelagert werden!

Die einzelnen Schritte der Platinenfertigung:

1) Herstellung eines Layout’s:

Layouts werden am PC mit geeigneten Programmen hergestellt, welche auch in der Lage sind
Bohrplan, Bestlickungsplan und Layout zu erstellen. Der Ausdruck auf Transparentpapier oder
auf Folie sollte spiegelverkehrt erfolgen.

2) Belichten:

a) Eine saubere Glasplatte ist Bedingung flr ordentliche Platinen

b) Auf die richtige Lage des Layouts achten! (Ist die Schrift richtig oder spiegelverkehrt?)

c) Platine mit abgezogener Schutzfolie und mit der Kupferseite nach unten auf das Layout le-
gen.
Doppelseitige Platinen auf beiden Seiten gleichzeitig belichten. Lichtdurchlassige Schutzfoli-
en kdnnen beim Belichten auf der Platine bleiben.
Den Deckel mit der Abdeckfolie vorsichtig schlielRen und die Vakuumpumpe einschalten. Die
Platine wird dadurch auf die Vorlage gepresst. Anschlielend die Belichtungszeit mittels Wahl-
schalter wahlen und die Belichtung starten.

Nach dem Belichten sollten sich die Leiterbahnen auf der Platine erkennbar verfarbt haben.

4) Entwickeln:

Beim Entwickeln mittels Natronlauge bzw. Sodalésung wird der belichtete Schutzlack von der Pla-
tine entfernt. Die Entwicklungszeit ist von der Konzentration der Lauge und vom Fotolack abhan-
gig (ca. 1-3 min).

Nach dem Entwickeln die Platine mit Wasser abspulen und auf mdgliche Kratzer oder sonstige
Fehlverbindungen prifen. Jetzt sind noch Korrekturen mittels wasserfestem Stift oder durch
Wegkratzen maglich!

Achtung! Sicherheitsvorschriften fiir Entwickeln, Atzen und Entschichten:
Die Flussigkeiten sind atzend und greifen Haut und Fingernagel an!
Sorge flr entsprechenden Schutz der Hande! Schutzkleidung tragen!

- Schutze die Augen mit einer Schutzbrille oder einem Visier!

Im Notfall sofort kraftig mit Leitungswasser spulen!
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5) Atzen:

Atzmittel: Eisen Ill-Chlorid (500g Fe3Cl / | Wasser)

Ammoniumpersulfat ( 1

00g / | Wasser)

Salzsaure ( 200ml mit 30 ml Wasserstoffsuperoxyd und 770 ml H20)

Vorsicht beim Mischen des Atzmittels: nicht das Wasser in die Saure geben!

Wird die Atzlésung auf ca. 45°C angewarmt erfolgt schnelleres Atzen und die Schaumproduktion
wird geringer. Die Atzdauer ist von der Platine und dem Atzmittel abhangig.

Nach dem Atzen die Platine mit Wasser abspiilen

VorsichtsmaBnahmen: Atzmittel sind aggressive Sauren!
Vorsichtig, Schutzkleidung und Schutzbrillen tragen!
Im Notfall sofort kraftig mit Leitungswasser spulen!

6) Bohren:

Mit einer schnelldrehenden Minibohrmaschine die Lécher bohren. Auf den richtigen Durchmesser
achten, ein Nachbohren eines Loches endet fast immer mit Bohrerbruch.
Auf richtige Einstellung der Anschldge oben und unten an der Bohrmaschine achten!

7) Entschichten und Lackieren

Entfernen des Fotolackes mittels hochkonzentrierter Entwicklerlésung. Danach die Platine ab-
trocknen. Ev. vorhandener restlicher Fotolack kann auch mit Schleifpapier entfernt werden.
AnschlieRend mit Lotlack besprihen (Oxydationsschutz) und den Lack trocknen lassen.

Zusammenfassung: Atzen von positiv bzw. negativ Platinen

(Sodium Hydroxide)

ca. 12g/Liter Wasser

POSITIV NEGATIV
Layout: spiegelverkehrt spiegelverkehrt
Leiterbahnen SCHWARZ Leiterbahnen WEISS
Belichten: Schutzfolie entfernen Folie NICHT entfernen
2,1 bis 2,4 Minuten 1 bis 1,2 Minuten
Danach Folie entfernen
Entwickeln Entwickler Sodalbsung
Natriumhydroxide HNaO Natriumcarbonat NA2CO3

(Sodium Carbonat)

Atzen, Bohren, Entschichten,
Lackieren und Trocknen

Gleich bei + und - Platinen
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Ausdruck des Layouts aus EAGLE

1. CAM Prozessor Starten

2. Einstellungen fiir
BOTTOM:

Auswahl der Layer:
Bottom
Pads
Vias
Dimension

Auswahl Device:
« PS
Auswahl Offset:
X: 1inch
Y: -1inch

Datei  Layer Fenster Hilfe
Ed
Job Cptionen Nr Layer ~
Arbeitsschritt | * [ spiegein 1 Tap
D Dreh 16 Boktom
Anweisung e 17 Pads
[ kopfiiber 18 Vias
19 Unrouted
Ausgabe Pos. Koord. o Do
Device s 3 Entwurf 21 tbPIiace
Opkimieren gg tCP) ace
] rigins
Skalierungsfaktor | 1 ] Pads Fallen 24 bOrigins
] 25 tMames
battom.ps 26 bMames
27 twalues
Offset Blatt 28 byalues
29 tSkop
% | linch Hiohe | 1linch 30 bStop
31 ECream
¥ |-1inch Breite |7.75inch 32 biream
33 tFinish
34 bFinish
35 kGlue
36 bGlue V5
Job agsftlhren] [Schritt ausftlhren] [Beschreibung] [ Hinzufligen ] [ Lischen
C\Programmet EAGLE-S, 10, Duntitled, brd

3. Einstellungen fur
TOP:

Auswahl der Layer:
Top

Pads
Vias
Dimension

Auswahl Device:
e PS
Auswahl Offset:
X: 1inch
Y: -1inch

Auswahl von SPIEGELN

Datei

Hilfe

Lawver  Fensker

e

Job Optionan

Spiegeln

[] Drehen

[] kopfitber

Pos. Koord,
Enkwurf

Mr Laver

Top
Bottom
Pads
Vias
Unrouted
Dimension
tPlace
bPlace
tOriging
biCrigins
tMames
brames
tvalues
bialues
tSkop
bStop
tCream
bCream
tFinish
bFinish
rGlue
bGlue

arbeitsschrite | *

Anweisung

Ausgabe

Device PS
Cpkirieren

Skalierungsfaktor |1 [ Pads fiillen

Offset Elatt

% | linch Hihe |1linch

¥ |-linch Breite |7.75inch

W

Johb agsFElhren] [Schritt ausFUhren] [Beschreibung] ’ Hinzufiigen ] [ Léschen

C\Programmel EAGLE-S, 10, Dhuntitled, brd

4. Die PS Datei(en) in PD

F umwandeln (z.B. mittels PDFCreator) und ausdrucken.

Laserdrucker auf ,HOHE QUALITAT*, und ,Anpassen der SeitengroRe* eine ,keine*“ stellen.

Anmerkung: Fur NEGATIV-Platine (Leiterbahnen dunkel) gleiche Einstellungen ausgenommen:
PS_INVERTET" anstatt ,PS* bei Device auswahlen.
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